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Laminieren

S

MO Water aut Sagerahmen mit Folie laminieren

Water auf Sagerahmen mit Folie laminieren;

MO Zusatzlich: Schutztolie auf Vorderseite laminieren

MO?3 Vorderseite \Wafer belacken

Trennen

e

Trennen Silizium Water < 50 Sagelinien

01! (Dicke < 1 mm; 100 pm Ritzgraben)

D02-G Trennen Glas Wafer/Substrat < 50 Sagelinien
(Dicke < 0,6 mm; 250 um Ritzgraben)

NO3-KAV Kavitaten erzeugen < 50 Sagelinien

(Dicke < 1 mm; max. 200 pm Grabentiefe)

Expandieren / Pick & Place

e T

EXP Expandieren Wafer aut 200 mm Spannring
EXP-UV  optional mit UV-Belichtung

Picken Chips vom Wafter in Trays
(Waftfle Pack o. Gel Pak; komplett 0. Auswahl)

Picken nach kundenspezifischen Vorgaben inkl.
Erstellung einer individuellen Picklist

PO

PO2

Bei daruber hinausgehenden Aufgabenstellungen erarbeiten wir gern
individuelle Losungen.
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